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证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2013-24-03 

 

广东风华高新科技股份有限公司 

关于对全资子公司进行增资以及投资新增半导体 

封装测试产品技术改造项目的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、本次增资及技改项目投资概述 

（一）根据公司战略发展规划及全资子公司--广东风华芯电科技股份 

有限公司（以下简称“风华芯电”）发展需求，公司以现金人民币 13,000

万元对风华芯电进行增资，增资完成后，风华芯电注册资本增加至

20,000 万元。同时，公司同意风华芯投资 5,848.92 万元，用于实施新

增年产15亿只SOP/SOT半导体封装测试产品技术改造项目（以下简称“技

改项目投资”）。 

（二）公司于 2013年 12 月 25 日在广州市广晟大厦 57 楼会议室召

开第七届董事会 2013 年第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0票 

弃权审议通过了《关于公司投资新增年产 15亿只 SOP/SOT半导体封装测

试产品技术改造项目的议案》和《关于对全资子公司广东风华芯电科技

股份有限公司进行增资的议案》。 

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关

规定，公司本次对风华芯电的增资及风华芯电投资技改项目不构成关联

交易，亦无需提交公司股东大会审议。 
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二、风华芯电基本情况 

（一）基本资料 

公司名称：广东风华芯电科技股份有限公司 

住所：广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号 

注册资本：人民币 7,000万元 

法定代表人：廖永忠 

经营范围：生产：电子元器件及其配件。销售电子产品及通讯设备，

电子元器件及其配套件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营

本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口

（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（按[2001]粤外经贸

发登字第 066 号文经营）；自有物业出租。 

股东情况：公司持股比例为 95.78%，公司全资子公司广州风华创业

投资有限公司（以下简称“风华创投”）持股比例为 4.22%。 

（二）主要财务指标 

截止 2013年 9月 30日，风华芯电未经审计资产总额为 33,816.98 万

元，负债总额为 26,550.19 万元，净资产为 7,266.79 万元；2013 年 1

月至 9 月累计实现营业收入 11,394.54 万元，累计实现净利润为

-1,009.44 万元。 

三、本次增资和技改项目投资情况 

（一）本次增资情况 

1、增资方式及金额 

公司以现金 13，000 万元，按 1 元/股的价格对风华芯电进行增资。 

2、增资合同的主要内容 
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风华芯电系公司下属全资子公司，尚未签订增资合同。 

3、增资前后股权情况 

股东名称 

本次增资前 本次增资后 

持股数（万股） 比例（%） 持股数（万股） 比例（%） 

广东风华高新科

技股份有限公司 
6,704.53 95.78% 19,704.53 98.53% 

广州风华创业投

资有限公司 
295.47 4.22% 295.47 1.47% 

合   计 7,000 100% 20,000 100% 

4、增资目的、存在的风险和对公司的影响 

本次增资将进一步满足风华芯电日常经营、技改扩产等资金需求，

同时将进一步优化风华芯电的财务结构，提高其抗风险能力，有利于整

体提升公司半导体封装测试产品的市场竞争力，符合公司发展战略的需

要。 

本次增资资金来源为公司自有货币资金，增资行为未改变公司实际

控股比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 

（二）技改项目投资情况 

1、项目概述 

（1）项目名称：新增年产 15 亿只 SOP/SOT 半导体封装测试产品技

术改造项目 

（2）项目实施单位：广东风华芯电科技股份有限公司 

（3）项目投资金额：人民币 5,848.92万元 

（4）项目建设目标：新增 SOP/SOT 半导体封装测试产品产能 15 亿

只/年 

5、项目建设期： 2014 年 1月—2014年 5 月 

6、主要经济指标:项目达产后，将新增年销售收入 6,028 万元， 
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年新增利润总额为 671 万元，项目内部收益率约为 15.24%，动态回收期

约为 4.8年。 

2、项目背景分析 

公司战略目标是成为国际一流的新型电子元器件整合配套供应商，

但器件与元件相比规模偏小，与潜在市场需求及竞争对手的差距仍然较

大。本项目旨在通过新增投资进一步扩大生产规模，提升公司半导体封

装测试产品的技术水平、盈利水平和整体配套能力。 

3、项目投资具体内容 

（1）项目建设产品内容 

新增年产15亿只SOP/SOT半导体封装测试产品技术改造项目主要用

于投资 SOP-8 和 SOT23 等产品。 

（2）设备方案与厂房规划 

本项目的厂房规划主要通过对现有闲置厂房进行改造装修使用，费

用约为 150 万元；新增设备投资额约为 4,698.92万元。 

（3）人力资源规划 

新增半导体封装测试产能 15 亿只/年的规模，需要员工约 112 名。 

（4）投资方案和财务评估 

项目总投资约 5,848.92 万元，其中固定资产投资 4,848.92万元，

流动资金 1,000万元。预计项目全部达产后，年新增销售收入约为 6,028

亿元，利润总额约为 671 万元。项目所需资金由公司自筹解决。 

4、项目的风险、对策及对公司的影响 

（1）成本风险 

本项目需用原材料主要有焊线、支架、塑封料等，近年来上述原材
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料价格均有不同程度的波动。受原材料价格及人力资源成本上升等各种

因素影响，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。 

对策：本项目投产后，将提高材料采购议价能力，从而有效控制材

料采购成本；在生产过程中，随着购进新一代设备的投入使用，可进一

步提高生产原材料的利用率、减少材料损耗；公司将不断加大力度对主

要材料进行替代开发的研究，在保证不降低产品性能的基础上使用低成

本的材料，从而控制产品材料成本，如背银芯片替代背金芯片，镍基材

镀厚铜框架替代镍基材镀银框架等。 

（2）市场风险 

本项目市场风险主要来自于客户需求变化、市场竞争加剧、产品价

格下降三个方面。 

对策：半导体器件封装测试市场是一个以规模、质量和服务取胜的

市场，半导体封装测试未来将继续演绎"大者恒大，强者恒强"的产业竞

争格局。公司将通过加大投资力度以快速提高企业规模、降低运营成本。 

公司将持续加大客户结构调整和产品结构优化力度，加大力度开拓

通信、计算机、医疗、汽车电子、LED 显示及照明等行业客户；积极拓

展海外市场，以形成内外均衡、行业均衡的格局。 

公司将充分利用珠三角地区作为全球各式终端消费电子制造中心的

有利条件，发挥地缘优势，缩短交货期及售后服务响应时间、加大技术

支持力度，提高客户满意度。 

（3）技术风险 

本项目的技术风险主要在于核心技术人员的流失和新产品合格率低。 

对策：公司将持续完善对核心研发技术人员的激励与约束机制，建
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立具有吸引力和竞争力的薪酬体系，吸引和留住人才。 

本项目主要用于现有产品产能的增加，公司已具备稳定的生产制程

控制水平，且项目引进设备的精度、性能及稳定性均高于现有设备，将

进一步确保生产工艺和产品合格率的稳定，同时，公司将进一步加大对

新员工的培训考核力度，减少人为因素对合格率的影响。 

 

特此公告。 

 

 

 广东风华高新科技股份有限公司 

   董   事  会 

   二○一三年十二月二十七日 

 




